
Poliuretanowa piana pistoletowa 65 
o zwiększonej wydajności.

Zalety: • Piana montażowa o nadzwyczajnej 
gęstości i wytrzymałości • Doskonała struktura po 
wyschnięciu (90% komórek zamkniętych) • Rozsze-
rzony zakres temperatur od -5oC do +30ºC 
• Zwiększona o 30% wydajność (65litrów z 1000ml), 
krótki czas utwardzania.

Jednoskładnikowy poliuretanowy klej do klejenia 
płyt  izolacyjnych przy ocieplaniu budynków 
metodą BSO, oraz klejenia styropapy 
jednostronnie powlekanej przy ociepleniu 
dachów na stare podłoża bitumiczne, beton i 
blachy. Aprobata ITB.

Zastosowanie: • Klejenie płyt izolacyjnych podczas 
ocieplania budynków metodą BSO, klejenie płyt 
styropapowych (jednostronnie powlekanych) przy 
ocieplaniu dachów i stropodachów • Klejenie płyt 
izolacyjnych przy ocieplaniu podziemnych części 
budynków (fundamenty).
Zalety: • Przyczepność niemal do wszystkich 
materiałów budowlanych, doskonałe właściwości 
klejące i uszczelniające, zakres temperatur pracy 
-5oC do +30ºC, minimalna rozszerzalność po 
aplikacji, szybkość wykonywania pracy, czystość 
wykonywania pracy.

Zakres temperatury 
stosowania od -5°C do +30°C


